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実験目的、試料、実験方法、利用の結果得られた主なデータ、考察、及び結論を記述して下さい。 
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Please report experimental aim, samples, experimental method, results, discussion and conclusions.  Please add 

figures and tables for better explanation. 

 

1. 実験目的(Objectives of experiment)  

近年、携帯電話やパーソナルコンピュータなどの電子機器の小型軽量化や高性能化に伴い、それに使用

される電子部品も小型かつ高性能なものになっている。これら電子部品のリードやコネクタなどの導通部に使

用される銅合金条への要求特性も高まっており、細径・薄肉化による強度不足及び導電性不足を防ぐため

に、従来材より高強度及び高導電性の材料が望まれている。このような部材への要求特性を満たす銅合金と

して Cu-Ni-Si 系合金があり、熱処理により Cu 母相中に Ni-Si 系化合物が微細分散する事で強度が向上す

る事が知られている。そこで、析出物の組成、数密度を定量的に評価するためSANS用いて評価をし、本研究

により基礎データを取得することを目的とする。 

 

2. 試料及び実験方法  

  Sample(s), chemical compositions and experimental procedure 

1 試料 (sample(s)) 

 試料は Niが 2 mass%, Siが 0.6mass%含有している CuNiSiコルソン合金を用いた。その他に微

量の Zn, Sn, Mg が含まれている。合金は、溶解・鋳造した後、熱処理、圧延、焼鈍工程を経

て、溶体化熱処理を行った。その後、時効析出熱処理を行った。SANS 測定は、溶体化材に加

え、時効温度が 450℃、475℃、500℃、550℃のコルソン合金試料で行った。尚、時効時間は 2

時間である。時効熱処理すると、TEM 観察結果から Ni2Si 析出物が高密度に分散していること

が明らかになっている。 

2.2 実験方法(Experimental procedure) 

 0.17mm 厚の試料を 4 枚重ねて、合計厚さ 0.7mm とした。測定時間は 50 分であり、室温で測

定を行った。 
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3. 実験結果及び考察 （実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。） 

  Experimental results and discussion．If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons. 

 測定結果を図 1 に示す。図中の赤線で示す Cu-Ni-Si BST が溶体化処理後の CuNiSi コルソ

ン合金である。Cu-Ni-Si B450 が時効温度 450℃で熱処理した試料である。同様に B475 が

475℃、B500 が 500℃、B550 が 550℃で熱処理した試料である。溶体化処理後のコルソン合金

と比較すると、450℃時効析出熱処理品は、q=0.04～0.1[Å-1]の領域で散乱が増加していること

が分かる。時効熱処理温度が高くなるに従い、散乱は増加しており、Low q 側に移動しているこ

とが確認できる。これらの結果から、Ni2Si 析出物が徐々に粗大化していることが推測される。 

 

      図 1 コルソン合金の I-qプロファイル 

 

4. 結論(Cunclusions)  

SANS測定の結果、CuNiSiコルソン合金の時効熱処理温度の増加に伴い、析出物の量が増加し、粗大化して

いることが判明した。本結果は、定量化が困難な電子顕微鏡観察等では得られない結論であり、重要な知見

である。今後、コントラスト変調法を用いて SANSと SAXSの強度比を解析し、析出物粒子の組成を調べる。こ

れによって、析出物粒子の粗大化に伴う組成の変化の有無を明らかにし、析出と粗大化のメカニズムに関す

る知見を得る予定である。 

 
 


